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本报记者 姬晓婷

汽车芯片供给增加

市场仍然存在变数

本报记者 张依依

EDGEDG夺冠夺冠，，幕后功臣幕后功臣GPUGPU谁是王者谁是王者

生产计划步入正轨

今年 9 月—10 月，马来西亚
等地再次爆发了较为严重的新冠
肺炎疫情，导致各工厂产能短缺
问题明显，汽车芯片出现大面积
缺货现象。根据统计，截至今年
10 月，全球汽车市场因缺“芯”
问题累计减产量已达934.5万辆，
汽车芯片的订单满足率甚至不到
20%，一度引起业界担忧。但是
现在，随着疫情状况逐步好转，
芯片企业积极扩张产能并增强供
应，近期国际市场汽车制造商均
释放出积极的扩产信号，因汽车
芯片供应紧张形成的汽车减产趋
势似乎正逐步得到扭转。

当前，很多知名汽车制造商都
表示，公司目前计划提高产量，希
望尽快恢复生产。此前因芯片供
应短缺而被迫关闭田纳西州士麦
那装配厂生产线的日产公司，就是
近期计划提高产量的汽车制造商
之一。近日，日产通知供应商，称
公司计划在今年下半年将产量较
上半年增加近30万辆。根据日产
公司披露的具体信息，截至 2022
年3月，日产公司的全球销量预期
将下调至380万辆，营业利润预测
上调至 1800 亿日元（约合 15.9 亿
美元）。如预期属实，这将扭转公
司2020财年亏损1506亿日元的不
利局面。

除日产之外，其他日系厂商也
开始在扩产的道路上开动马力。
据了解，丰田当前已经恢复生产，
继9月份产量下滑40%后，丰田11
月份的汽车产量同比增长了4%～
10%。丰田方面表示，公司希望在
今年 12 月进一步提高产量，计划
将产量较去年同期增加 30%，至
100 万辆，通过增加产量来补足
2021年夏天因各种情况导致的汽
车生产缺口。丰田表示，自 2022
年1月起，公司还将把每月的产量
扩大至85万辆。

本田汽车的生产计划同样处
在稳步恢复的过程中。在几天前
发布的第二财季业绩报告中，本
田汽车的财季利润约下滑 30%，
全年利润预期下调 15%。由于全
球芯片供应短缺导致的被迫减
产，本田汽车今年上半年的产量
减少了 20%，仅有 53.5 万辆。尽
管下半年的产量仍将比最初的计
划减少 10%，但本田方面表示，
公司将从2022年新年伊始逐步恢
复生产。

在美国，不少汽车制造商都对
年度净利润预期持积极态度，预示
厂商汽车产量将呈现上升趋势。
其中，通用汽车正在计划加快公司
生产的步伐。通用汽车方面预计，
汽车芯片短缺的现象将在2021年
年末得到缓解。根据公开信息，通
用汽车已将其年度净利润预期从
77 亿美元至 92 亿美元这个区间，
上调至 81 亿美元至 96 亿美元区
间，并表示公司将于今年年底提升
生产效率。

另一家上调全年净利润预测
的美国汽车制造商是福特。福特
方面表示，目前公司正在对供应链
采取相应管理措施，希望在短期内
有效改善半导体供应情况。福特
方面认为，汽车芯片短缺问题将在
今年年底前得到进一步缓解。

随着全球芯片的供应状况趋
于稳定，德国最大企业大众汽车截

至今年12月的第四季度财务状况
预计有所改善，为积极恢复生产并
提升产量传达乐观信号。

市场仍蕴藏变量

由于嗅到全球汽车芯片市场
的积极发展趋势，目前国际汽车制
造商扩产动作频频。而综观国内
汽车芯片市场，人们同样可以观察
到一些令人乐观的信息。

相较于今年年初的乐观判
断，今年年中至年末的中国乘用
车消费市场并不平静。根据乘联
会提供的信息，具体来说，就是
国内乘用车消费受疫情、水灾、
缺芯、限电等因素叠加影响，形
成了一个相对较低的基数。不
过，这种情况已经得到改善。全
国乘用车市场信息联席会秘书长
崔东树向《中国电子报》记者表
示，目前来看，芯片干扰因素造
成的低基数影响已经消退。

乘联会指出，当前第三季度汽
车芯片供给的低谷也已经过去。
由乘联会公布的信息可知，2021
年第三季度，我国汽车芯片供给短
缺有所缓解，10 月预计芯片供给
较上月环比有 20%的改善预期。
崔东树表示，9月末汽车芯片供给
状况逐步改善，推动 10 月汽车产
销开始恢复。

尽管目前国内与汽车产业有
关的广阔市场已经微露曙光，但汽
车江湖中仍蕴藏着一些可能掀起
波澜的变量。

其中，汽车市场中的供给不透
明瓶颈因素值得注意。当前，芯片
供给实际环比增长仅有10%左右，
因此供给不透明的瓶颈因素仍然
存在。

更重要的一点，就是“扰全球
久矣”的汽车芯片供应紧张问题。

“汽车缺‘芯’潮在今年年底依然无
法得到完全缓解。”崔东树向《中国
电子报》记者表示，现在缺“芯”潮
已呈现消退态势，但截至今年年
底，汽车缺“芯”问题仍将存在。崔
东树认为，这种情况可能会在
2022年春季逐步得到改善。

缺少芯片对汽车销量有较大
影响。崔东树向《中国电子报》记
者谈道，由于今年年初业界对汽车
销量的预判与目前汽车销量的实
际情况存在差异，2021 年，因缺

“芯”因素导致的国内汽车销量损
失规模预计将达到150万辆左右。

针对汽车缺“芯”问题，创道投
资咨询总经理步日欣也对《中国电
子报》记者表达了自己的看法。步
日欣表示，目前还没有看到汽车芯
片供应恢复正常的迹象，但汽车芯
片的短缺不会是长期现象。

“未来随着产能调配的均衡，
在市场没有出现大需求爆发的情
况下，芯片市场还是会趋向于供需
平衡。”步日欣对《中国电子报》记
者坦言，一切短缺现象都是由短期
内的不理性因素导致，芯片产能也
是如此。在步日欣看来，在经历过
本轮汽车缺“芯”潮后，不少车企应
该都会吸取经验和教训，对芯片产
能等问题做出更精准的预判。

为了避免未来市场中仍有可
能发生的潜在缺“芯”问题，崔东树
也通过《中国电子报》给车企提了
建议。崔东树表示，国内车企应尽
快实现产业链的自主化发展，还应
该加大库存储备，在合理备货的前
提下做到未雨绸缪。

全球GPU市场

单季出货量破亿颗

市场研究公司Jon Peddie Re-
search的报告显示，今年第一季度全
球GPU出货量高达1.19亿颗，同比
增长38.78%。日益庞大且高速增长
的GPU市场，显示出市场对高算力
持续高涨的需求。服务器、PC、移
动端、游戏主机构成GPU最主要的
四大市场。

在全球领先的服务器供应商戴
尔、HPE、浪潮、联想、IBM、ODM
Direct中，HPE、联想、IBM已推出搭
载GPU的产品。由于GPU具有良好
的并行运算能力，GPU服务器已成为
AI加速方案的优选，当前市面上的
GPU 服务器多配备八核 GPU。据
IDC 预测，到 2024 年，中国 GPU 服
务器市场规模将达到64亿美元。

在游戏主机市场，当前全球两
大游戏主机之一的 Switch 2021 年
7—9 月出货量为 383 万台，索尼今
年第三季度售出 450 万台 PlaySta-
tion5和140万台PS4。

而GPU最大的市场仍为PC与
智能手机。IDC 最新公布的 PC 市
场研究报告显示，2021 年第三季度
全球PC出货量达到8670万台，同比
增长 3.9%，连续第六个季度实现增
长。Canalys数据显示，2021年第三
季度，全球智能手机出货量达到
3.26亿部，较上一季度增长3%。

庞大的市场基数与快速增长带
来了GPU行业的繁荣。

游戏场景

英伟达一骑绝尘

从全球 2020 年第二季度 PC领
域的GPU出货量来看，Intel是全球
最大的处理器供应商。凭借 CPU
在出货量上的优势，集成GPU销售
取得了极高的市场份额。价格低、
耗电少、兼容好是集成显卡的优势，
也是下游主机厂商和消费者选择集
成显卡和英特尔的理由。

但在对画面质量要求更高的制
图、游戏等应用场景中，以英伟达为
领袖的独立显卡依然是主机厂商和
消费者的首选。独立GPU市场中，
英伟达居于绝对垄断地位，占有
80%的市场份额，剩余 20%份额由
AMD 占据；台式独立 GPU 市场与
独立GPU市场保持相似市场结构，
由英伟达与AMD二分天下。其中，
英伟达以78%的市场份额立于不败
之地。此外，集邦咨询分析师姚嘉
洋在接受《中国电子报》记者采访时
表示，Intel也有推出独立GPU分食
英伟达与AMD市场的打算。

作为以专业性、高性能为核心
竞争力的桌面端GPU市场，英伟达
与 AMD 将更多的研发精力投入在
运算能力、速度、图像呈现能力等指
标的提升上。

英伟达中国区 Omniverse 经理

何展在接受《中国电子报》采访时表
示：“GPU参数的主要核心有三个方
向 ，分 别 是 CUDA Core、Tensor
Core 和 RT Core。”从数量上来看，
英伟达推出的 GEFORCERTX 30
系列显卡相较于 20 系列，在 CUDA
Core 数量上实现了全面提升，从
2018 年发布的 20 系列显卡到 2020
年发布的30系列显卡，CUDA Core
数量由 1920~4352 核提升至 3584~
10496 核。CUDA Core 数量越多，
GPU 并行处理能力越强，也就意味
着GPU能够更快地处理任务，能够
负载运算量更大的计算任务。Ten-
sor Core 同样关注于并行计算，RT
Core则专注于光线实时追踪。

为了提升画面使用的流畅度和
画面清晰度，AMD在2020年10月发
布的 RDNA2 架构中加入了无限缓
存功能，使得产品只需不高的显存位
宽、带宽即可满足性能要求，容量越
大、游戏分辨率越高，效果越明显。据
了 解 ，AMD 将 在 2022 年 发 布 的
RNDA3架构也会延续这一设计。

此外，何展向记者表示，英伟达
在更新迭代硬件架构的同时，也在
提供软件的更新：“我们通过 AI、
软件提升硬件的运行速度、整体的
应用效能，这也是我们提倡的发展
方向。”

除此之外，姚嘉洋在接受记者
采访时还表示：“在桌面端领域本就
需要较强性能的 GPU的前提下，更
需要专业工作领域的生产软件配
合。NVIDIA就将GPU分为游戏与

专业工作领域两种类别，方便消费
者挑选合适的产品，AMD在这几年
也有相同的作法。”

五企业逐鹿

GPU架构市场

与桌面端 GPU 英特尔、英伟
达与AMD的寡头竞争相对稳定的
市场格局相比，以智能手机为代表
的移动终端市场在近几年快速成
长起来，且仍具有极高的增长速
度，这便为上游市场带来了更多的
市场可能性。与桌面端 GPU 芯片
基本采用自研架构的产业格局不
同，移动端 GPU 行业普遍采用架
构研发与芯片厂商分离的方式。
由IP厂商研发芯片架构，向芯片厂
商授权。

Imagination、ARM、高通、Vi-
vante、英伟达已成为当前 GPU 架
构市场占有率最高的五大企业。
与英特尔主导桌面端集成 GPU 的
逻辑相类似，由于高通是安卓阵营
最大的处理器供应商，高通 GPU
便因此占据了极高的市场份额，且
高通 Adreno 系列 GPU 仅自用，并
不对外授权。Imagination 已成为
移动平台 GPU 架构授权龙头企
业，授权伙伴主要有Intel、苹果、联
发科、LG、瑞萨、三星、海思等。
ARM Mail的GPU性能相对较弱，
主要应用在华为和三星手机。

面对品牌众多、功能各异的移
动端产品，架构厂商要想立于不败
之地，便要找到自己的竞争优势。
ARM将竞争的重点放在提升芯片
的机器学习效能与计算密集型体
验提升上。今年 5 月，ARM 新推
出针对旗舰智能手机和 Chrome-
book 笔 记 本 市 场 的 的 高 性 能
GPU ARM Mali-G710，使计算密
集型体验方面的性能提升20%。

由于移动设备自身电容量有
限，在要求产品提高运算能力的同
时保持低功耗也是市场带给移动
端 GPU 行业的一大挑战，这也成
为芯片厂商保持自身市场竞争力、
争取下游市场认可的要诀。

Imagination 技术前瞻副总裁
Kristof Beets 表示：“核心的数目没
有办法无限堆加，发光和功耗也会
成为很大的问题，所以效率会面临
挑战。”针对这一问题，Imagination
提出的解决方案，是将 GPU 中的
处 理 单 元 硬 件 化 。 11 月 4 日 ，
Imagination Technologies 推出的旗
舰款 GPU IP 产品 IMG CXT，便
是将 GPU 的光线追踪功能从软件
计算方式变成硬件，使其成为硬件
架构本身的一部分，从而在帮助用
户实现光线追踪立体使用效果的
同时，降低系统整体耗能。

SEMISEMI报告报告：：全球硅晶圆出货量再创新高全球硅晶圆出货量再创新高

本报记者 张依依

近 日 ，SEMI 硅 制 造 商 集 团
（SMG）发布了 2021 年第三季度全
球硅晶圆出货预测报告。报告显
示，2021 年第三季度，全球硅晶圆
出货量较上一季度增长3.3%，达到
36.49亿平方英寸，创下了新的行业
纪录。2021年第三季度，全球硅晶
圆出货量比去年同期的31.35亿平
方英寸增长了16.4%。

产能扩充

推动出货量大幅增长

全球硅晶圆出货量大幅增长乃
至创下历史新高，是多个因素共同
作用的结果，其中最主要的一个原
因就是产能的扩充。具体来讲，产
能扩充是硬件层面的扩充，比如增
加机台、新建厂房和新建公司等。
芯谋研究高级分析师张彬磊表示，
目前半导体各个细分领域都在进行
产能扩充，产能扩充也是缓解各种
缺货现象的根本解决方案。

值得注意的是，全球硅晶圆出
货量的迅猛增长也与产能利用率的
提升有关。

不断创下历史新高的全球硅晶
圆出货量背后，还有终端应用日益旺
盛的市场需求。

除此之外，华为等企业受复杂国
际形势影响采取了囤货措施，最终引
发了市场连锁反应。这一点主要体
现在，很多终端品牌为了规避供应链
风险，也接连掀起囤货热潮。

供应状况

或将持续吃紧

“在多个终端市场对半导体长期
需求强劲的推动下，我们看到硅的出
货量大幅增加。预计未来几年仍将
继续保持增长势头。”SEMI产业研究
与统计市场分析师 Inna Skvortsova
这样表示。

尽管现阶段全球硅晶圆出货量
呈现出迅猛增长之态，但从长期来
看，整个硅晶圆的市场供需状况并不
能够“高枕无忧”。由于终端市场需
求增速的持续增加，硅晶圆再快的供
应速度也不一定能够满足急剧增长
的下游需求，所以硅晶圆的供应状况
或将持续吃紧。

随着5G与WiFi6等通信技术推
动自动驾驶、VR/AR等产品应用接

连落地，新技术正在催生出大量的
新应用，带动硅晶圆需求呈指数型
增长。在巨大的市场需求驱动下，
硅晶圆供应难问题在短期内仍无法
完全得到解决。张彬磊向《中国电
子报》记者表示，这种供应紧张现象
在东亚、东南亚等半导体制造环节
占比较大的区域，将更为明显。

晶圆厂商

纷纷扩产应对缺货

因为晶圆供应紧张现象有可能
将一直持续，所以国内外众多晶圆
厂商都采取了扩充产能的举措，以
应对当前和未来的晶圆缺货问题。

国际方面，硅晶圆大厂——环
球晶圆、日本信越（Shin-Etsu）、日本
胜高（SUMCO）等晶圆供应商近期
均做出预测，称晶圆产品供不应求
情况将延续至2023年。面对这种供
应紧张现象，环球晶圆与全球晶圆
代工大厂格罗方德和格芯签署了8
亿美元的合作协议，增加 12 英寸
SOI 晶圆产量，并且扩充环球晶圆
在美国密苏里州圣彼得斯现有晶圆
厂的8英寸SOI晶圆产能；日本信越
希望通过在日本、中国台湾布局，把

半导体材料的产能扩大两成；日本
胜高宣布将斥资2287亿日元（约合
人民币 132.7 亿元）在日本建设新
厂，通过扩产300mm半导体硅片来
缓解硅晶圆缺货现象。

国内方面，作为中国大陆规模
最大的硅片制造企业之一，沪硅产
业在产能扩充方面动作频频。根据
近期消息，沪硅产业子公司——上
海新昇 300mm 半导体硅片产能已
达到 25 万片/月，2021 年年底将实
现30万片/月的产能目标；子公司新
傲科技和Okmetic在200mm及以下
抛光片、外延片方面的产能，合计超
过40万片/月，200mm及以下SOI硅
片合计产能超过5万片/月。沪硅产
业还将继续扩大产能。据悉，目前
沪硅产业定增50亿元的项目已经通
过上海证券交易所审核，此次募投
将大幅提升公司 300mm 半导体硅
片技术水平和规模化供应能力。

作为国内另一家硅片龙头，中
环股份近日在投资者互动平台表
示，公司通过启动天津新工厂的建
设、加速江苏宜兴二期项目的实施，
目前正在快速扩充产能，将较原计
划提前实现6英寸及以下100万片/
月，8英寸100万片/月，12英寸60万
片/月的产能目标。

日前，中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市
场信息联席会（乘联会）公布相关信息，表示2021年第三
季度的汽车芯片供给短缺情况有所缓解，10月预计芯片供
给较上月环比有20%的改善预期。同时，丰田、日产等汽
车制造商近期称计划提高产量，通用汽车、大众、福特等汽
车制造商也将根据市场情况提高财测。

汽车缺“芯”已经成为了一个老生常谈的话题。自
2020年年末起，以丰田、福特和大众汽车等为代表的汽车
制造商由于缺少芯片，被迫采取了减产或停产措施。

不过，这一令人担忧的局面正悄然发生着改变。近
期，蔓延全球的汽车缺“芯”问题似乎将得到缓解，国际上
的汽车制造商纷纷释放出积极扩产信号，正在扭转因汽车
芯片供应紧张而形成的汽车减产趋势。

近日，英雄联盟2021全球总决赛（S11）冠军赛引爆了电竞圈的狂欢：中国大陆赛区EDG战
队战胜韩国赛区DK战队夺冠。在电子竞技这一对画面渲染、图像数据计算需求量极大的应用场
景中，GPU性能的优劣几乎起到决定性作用。

随着电竞市场逐渐升温，高计算力、高画面处理能力的GPU芯片也逐步受到移动端与桌面
端整机厂商青睐。为争夺日益升温的高性能GPU市场，各大供应商纷纷提供了自己的技术方案。
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